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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflcte
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprds des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:
©® Bulletin de 1a CEI

Publié trimestriellement

© Rapport d’activité de la CEX
Publié annuellement

Revision of this pubiication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the YEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

©® Report on I1E C Activities
Published yearly

® Catalopue des publications de la CEI
Publié [annuellement

Terminelggie utilisée dans la présente publication

Seuls soft définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente pyblication.

En ce ghi concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera j la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.1.), qui est établie sou
chapitres sfparés traitant chacun d’un sujet défini
ral étant plblié¢ séparément. Des détails complets s
peuvent étfe obtenus sur demande.

Symboles| graphiques et littéradx

Seuls lep
inclus dang

Le recug
la CEI fai

Les sym|
font 'obje

L’attentjon dulecteurest attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énuméfe {es Autres publications de la CEI préparées par le

@ Catalogue of IEC P
Published yearly

gquired fok the purposd of this publication

readers are refefred to IEC Publi-
2t Electrotechnical Vpcabulary (1.E.V)),
e form of separate chgpters each dealing
eld, the General Index bejng published as a

Full details of the LE.N. will be supplied

GSraphical and letter symbois

Only special graphical and letter symbdls are included in
this publication.

The complete series of graphical symbolp approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approvefl by the IEC are
contained in I EC Publication 27.

Other 1E C publications prepared by fhe same
Technical Comumittee

The attention of readers is drawn to the Inside of the back
cover, which lists other TEC publications issupd by the Technical

Comité d’Etudés qni a établi la présente publication.  Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie : Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement
des circuits intégrés

PREAMBULE

ités d’Etudes ou sont
sible un accord inter-

1) Les décisions ou accords officiels de 1a CET en ce qui concerne les questions techniq
reprépentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dan
natiopal sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont a nationaux.

3) Dans adoptent dans leurs
régle tent. Toute divergence
entrc] re indiquée en termes

claird dans cette derniére.

La prg rs et circuits intégrés.
Un p1 ndation, a I’exclusion
du para) a Régle des Six Mois

en juille
Les p

- Italie
Japon
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Tchécoslovaquie
Turquie
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

Un p| Bureau Central)421, contenant le paragraphe 4.5 et annexe C, fut soumis & P’apgrobation des Comités
nationafix suivant la Regl€ des Six Mois en novembre 1972.
Les g sHivants-se-sont ?rnnr\nm’iq nvp]ir‘itpn’mnf en faveur de la pnhlir‘nfinn'
Afrique du Sud (République d”) Pologne
Allemagne Portugal
Australie Roumanie
Belgique Royaume-Uni
Canada Suéde
Danemark Suisse
Ftats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie
Finlande Turquie
Israél Union des Républiques

Japon Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3 : General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

FOREWORD

1) The formal
Committees
on the subje

2) They have t

Dthe National

lecmons or agreemcnts of the IEC on technlcal matters, plep"tred by TechnicaNComymi ges' 6 which a
sible us of opinion

in that sense.

3) In order to
TEC recomr
mendations

the text of the
e 1 EC recom-

This recommé
A draft, docu
4.5 and corresp

ated Circuits.

of Sub-clause
in July 1971.

The following

Japan
Netherlands
Portugal
Romania
South Africa (Republic of)
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

A draft, document 47(Ce
approval under [the/Six-Months

ce)421, containing Sub-clause 4.5 and Appendix C, was submitted to the National ommittees for
Rule in November 1972.

The following-eountries—voted-—expHeitly-infaveour-of publeation:

Australia Portugal

Belgium Romania

Canada South Africa (Republic of)
Czechoslovakia Sweden

Denmark Switzerland

Finland Turkey

Germany Union of Soviet

Israel Socialist Republics
Japan United Kingdom

Poland ‘ United States of America
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisiéme partie : Régles générales pour 1a préparation des dessins d’encombrement

des circuits intégrés

1. Objet

Cettd recommandation sur la normalisation mécanique donne des recommaqgdations
dessins|des encombrements de circuits intégrés.

2. Tetminologie et définitions

2.1 Dpssin d’encombrement de boftier

Dessin qui spécifie les caractéristiques dimensionnelles d
qui sont requis pour Pinterchangeabilité mécanique.

2.2 Plan de siége
Plan|qui désigne le plan de contact du bettier, Mncl

Note. —

2.3 Plan de base

Plan|paralléle lan\de si¢gee

2.4 Plan de calibrage

Plan] i i iessdand lequel la position des sorties est contrdlée.
Note., — hs _DBoitie & plans mentionnés ci-dessus, ou tous ces plans, peuvent coincider.
25 P

Un ¢ acements de la série d’emplacements équidistants sur un cercle ou sur une rangée
d’étre pccupé)ou Avnpar une sortie.

s paramétres &

ute butée, avec la surface sur laqy

2.6 Index visuel

a préparation des

roitement associés

elle il sera monté.

butées.

qui est susceptible

Configuration de référence (par exemple: marque, chanfrein, encoche, ergot, creux, etc.) qui identifie la premiére

position de sortie.

2.7 Aire d’index

Aire dans laquelle I'index visuel est situé en partic ou en totalité.

2.8 Index mécanique

Configuration (par exemple: ergot, encoche, méplat, rainure, etc.) qui permet I'orientation en cas de manipulation

automatique.

Lorsque c’est possible, I'index mécanique devra coincider avec 'index visuel.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

1. Scope

This recom
ings of integr

2.  Terminol

2.1

The drawiy
which are reg

2.2  Seating

A plane wh
it will be moynted.

Note. — This i

2.3 Base plg

A plane dfawn para@

2.4  Gauging
A plane pe

Note. — In son|

2.5 Terming

One of a se

Packagd

Part 3 : General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

mendation on mechanical standardization gives recommended practice
hted circuit outlines.

- the proparat

pgy and definitions

outline drawing

g of a package which specifies the dimensional ck
juired for mechanical interchangeability.

plane

ich designates the plane of contact ¢

often used as the refergnce’plane,

ne

plane

above-mentioned planes may coincide.

Fies of egqually spaced locations on a circle or on a row which may or may not be occupied b

5 closely associg

luding any stand-off, with the surf3

on of draw-

ted features

ce on which

a terminal.

2.6  Visual index

A reference feature (e.g. mark, chamfer, notch, tab, depression, etc.) which identifies the first terminal position.

2.7 Index area

The area in which a portion or all of the visual index must lie.

2.8 Mechan

ical index

A feature (e.g. tab, notch, flat, groove, etc.) which provides orientation during automatic handling.

Where possible, the mechanical index should coincide with the visual index.
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2.9 Ligne d’axe d’index ou ligne de repére

Ligne d’axe d’une conﬁguration d’index (exemple: ergot) qui sert a orienter 'index par rapport a la premiére
position de sortie.

2.10 Coin de référence de grille

Premiére position de sortie (vue depuis U'extrémité libre des sorties) dans un systéme alphanumérique de grille.

2.11  Rangée de sorties

Série

d’emplacements de sortie, équidistants, situés sur une ligne droite.

2.12  Cercle de sorties

Série

3. Cldssification des boftiers

Lacl
31 F
32 F
33 F
34 F

35 F

Cettd
des con
raisons
périphd

4, Tde
Dan

41 D

Pasamlonaanate da coptia Aoaridiceo o 13 Ao oagee daas agpoala
A" 3 \11111}!“\/\/111\/1!.[,0 UV TOUVLTTIG v\.j_ululuu,uxl,o, JITOCS U UIT CUTUIVY

assification sera obtenue en répartissant les dessins de ’anpe
rme 1 (axiale) — figures 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
rme 2 (axiale) — figures 7, 8 et 9.

brme 3 (axiale) — figures 10, 11 et

par exegiple\bol
rique.

érotation des sorties
, les sorties des dispositifs seront désignées selon les régles suivan

ispositifs avec sopties disposées en arrangement linéaire

(Voi

Hessing constituant
qui, pour d’autres
ntégories axiale ou

- figure 2, annexe B.)

On considére que les sorties sont regardées depuis leur extrémité libre. La sortie la plus proche de I'index visuel
sera désignée par le No 1, les autres sorties seront numérotées dans ’ordre a partir de la sortie N° 1.

42 D

ispositifs avec sorties disposées en un seul arrangement circulaire

 (Voir figures 10 et 11, annexe B.)

On considére que les sorties sont regardées depuis leur extrémité libre. La sortie dont le centre est au-dela de la
ligne de repére de Vindex visuel sera désignée par le N° 1, les autres sorties seront numérotées dans ordre dans le
sens horaire a partir de la sortie N° 1.

Si absence d’une sortie dans un arrangement de sorties par ailleurs également espacées identifie la ligne de repére,
la position de la sortie omise ne devra pas étre numérotée; par contre dans un arrangement circulaire modulaire
déterminé, toute position de sortie omise qui ne définit pas une ligne de repére devra étre numérotée.
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2.9 Index centre line or datum line

A centre line through a visual index feature (e.g. tab) which is used to orientate the index with the first terminal
position.
2.10  Grid reference corner

The first terminal position (viewed from the free end of the terminals) in an alphanumeric grid system.

2.11 Terminal row

A series of equally spaced terminal positions which are located on a straight line.

2.12  Terminal circle

A series of equallv spaced terminal positions which are located on a circle.

3. Cross-referencing of packages

Cross-refefencing is achieved by using the drawings in Appendix B as fo

3.1 Form || (axial) — Figures 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
3.2 Form 3 (axial) — Figures 7, 8 and 9.
3.3 Form ] (axial) — Figures 10, 11 and 12. &

3.4 Form 4 (peripheral) — Figures 13, 14, 15,

3.5 Form § (special).

This form| nbinations of
axial and pefipheral or which} e.2. feadless Fal categories. .

Where pogsi

4.1 Devicek with tePrainals Yisposed in linear array

(See Figure 2/in Appendix B.)

The terminals are considered as being viewed from their free ends. The terminal nearest the visual index should
be numbered as No. 1, the other terminals should be numbered progressively from terminal No. 1.

4.2 Devices with terminals disposed on a single circular array
(See Figures 10 and 11 in Appendix B.)

The terminals are considered as being viewed from their free ends. The terminal, the centre of which is past
the datum line of the visual index, should be numbered as No. 1, the other terminals should be numbered pro-
gressively and in clockwise sequence from terminal No. 1.

Where omission of one terminal in an otherwise equally spaced array identifies the datum line, the position of
the omitted terminal should not be numbered; but in a fixed modular circuit array, any location of omitted terminal
which does not define a datum line shall be numbered.
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10 —

ispositifs avec sorties disposées en plusieurs arrangements circulaires

(Voir figure 12, annexe B.)

Les régles données au paragraphe 4.2 seront appliquées comme suit: les sorties situées sur le cercle d’implantation
du plus grand diamétre seront désignées Al, A2, A3, etc., les sorties situées sur les autres cercles d’implantation de
diamétre décroissant seront désignées dans I’ordre B1, B2, B3, etc., Cl, C2, C3, etc.

44 D

ispositifs avec sorties disposées sur une périphérie carrée ou rectangulaire

(Voir figures 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 16a, annexe B.)

On devra prévoir une identification visuelle de la face supérieure du dispositif. Un moyen d’identification de la
position de la sortie No 1 sera également prévu. Ces deux moyens d’identification peuvent étre combinés.

Les

nosifions des sorties seront numérotées dans Pordre de succession dans le sepsantihorair

autour de la péri-

phérie

partanf du moyen d’identification dans le sens antihoraire.

Hu dispositif en regardant sa face supérieure. La position de sortie N° 1 devra &t

Chaque sortie sera identifiée par le numéro de sa position. Il peut arriver yus, cet

ne soie
qu’elle

45 D
(Voi

1. L
le

2. L

3. L
et

a) 14

b) I
a
(La
4. D

distd

numérique a part

occupent.

ispositifs avec sorties disposées sur trois rangées ou plus
- figure 5, annexe B.)

bs positions des sorties seront sur
5 deux directions.

en bas;

premiére rangé

premiér
partir de As3

igure 17, ap

nce entréNes deyx rangées internes de sorties égale a « 24e ».)

1a \pr

emiére position en

pitions numérotées
héro de la position

spectivement dans

disposée a gauche
otées dans l'ordre

rdre alphabétique

bcevront un préfixe

hes des bords longi-
ection et avec une

5. Dimensions et symboles littéraux de référence

5.1 Hauteur a partir du siége ou hauteur du dispositif monté (A4)

Distance séparant le plan de si¢ge du point le plus haut du boitier.

5.2 Hauteur d’espacement (A;)

Distance séparant le plan de siége du plan de base.

5.3  Hauteur du boitier (A,)

Distance séparant le plan de base du point le plus haut du boitier.
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4.3 Devices with terminals disposed on multiple circular arrays

(See Figure 12 in Appendix B.)

The rules given in Sub-clause 4.2 will be applied as follows: the terminals located on the pitch circle of the

largest diameter should be numbered Al, A2, A3, etc., the terminals located on the other pitch circles
diameter should be numbered progressively B1, B2, B3, ctc., C1, C2, C3, etc.

4.4 Devices with terminals disposed on a square or rectangular periphery

(See Figures 1, 3, 4, 6,7, 8,9, 13, 14, 15, 16 and 164 in Appendix B.)

of decreasing

Visual identification of the top of the device should be provided. The means of identification of terminal position

No. 1 should also be provided. These identifications may be combined.

The terminal positions should be numbered progressively in an anti-clockwise directjon around

the periphery

of the devicq
the means off identification.

Each termjnal shall be identified by the number of its position. Terminals ma
the numberefl positions, but those present shall have the number of the pogiti

4.5 Devices|with terminals disposed in three or more rows in each oFth
(See Figure 5 in Appendix B.)

1. The tegminal position should be on an o

2. Termin

3. With tf
a) the firg

b) the fir
(withoy

(Figure 171

AB, etd.

(Figure 184
package a

TPRL]

h equalto “e” in one direction and ““2e” in the other and with a distance e

ckwise from

bresent in all

h directions.

er left:
No. 1;

rder from A4

efix, e.g. AA,

g side of the
Iual to “24e”

5. Dimensions and reference letter symbols

5.1 Seated height (A)

Distance from the seating plane to the highest point of the package.

5.2 Stand-off height (A,)

Distance between the seating plane and the base plane.

5.3  Package height (4,)

Distance from the base plane to the highest point of the package.
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5.4 Diamétre du cercle d’implantation des sorties (@ a, @a,, 2 ag, €ic.)

Diamétre du cercle sur lequel les positions de sortie sont situées.
@ asera utilisé pour le plus grand diamétre de cercle d’implantation, lorsqu’il existe plus d’un cercle d’implantation.

5.5 Grande dimension d’une butée (B)

Plus grande dimension de la section de la butée.

5.6 Petite dimension d’une butée (B,)

Plus petite dimension de [a section de la butée.

5.7 Diamétre d’une butée (3 B)

: b 1 1 i .| 1 1 i
D]al ICLLCT UC Id SOUCLIUIT UL Ia DULce.

5.8 Lgrgeur d’une sortie (b)

Plus jgrande dimension de la section de la sortie.

5.9 Autre(s) largeur(s) d’une sortie (by, b, b, etc.)

5.10 Dgameétre(s) d’une sortie (b, Bby, Bby, T by, T b, £

Diamétre du cercle-enveloppe, circonscrit a la sortje

Note. —| @by et Db, se référent généralement 2
figures 10 et 11).

ision sur une longueur spécffiée de la sortie (voir

5.11 Epaisseur d’une sortie (c)

Plus|petite dimension de Y4

5.12  Longueur du boit]
Plus|grande dhe@io plan de sicge.
Note. —} Lorsque des sor

osées dans le sens de

grand diam&tze’du boitier, a I'exclusion des sorties, mesuré dans un plan paralléle au plpn de siége.

5.15  Auire(s) diamétre(s) du boitier { .D,, & D,, etc.)

Autre(s) diamétre(s) du boitier, généralement plus petit(s) que @.D.

5.16 Espacement(s) linéaire(s) des butées (d, d,, d., d,, dg, etc.)

Espacement(s) linéaire(s) entre les positions exactes des centres des butées.

5.17 Largeur du boitier (E)

Plus petite dimension du boitier, a 'exclusion des sorties, mesurée dans un plan paralléle au plan de siége.
p p g

5.18 Auire(s) largeur(s) du boitier (E,, E,, etc.)

Autre(s) largeur(s) du boitier, généralement plus petite(s) que E.
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5.4 Terminal circle diameter (Ba, Ja,, @ag, etc.)

Diameter of the circle upon which the terminal positions are located.
#a should be used for the largest pitch circle diameter when there is more than one pitch circle present.

5.5  Stand-off major dimension (B)

Major dimension of the stand-off cross-section.

5.6 Stand-off minor dimension (B,)

Minor dimension of the stand-off cross-section.

5.7 Stand-off diameter (& B)

Diameter

the stand-off cross-section

5.8 Termina

Major dimg

5.9 Other te

5.10 Termin

Diameter o

Note, — F by ar

5.11 Termin

Minor dim

5.12  Packag

Major dim

Note, — If term
(see Fi

5.13  Other

Other pack

5.14  Packag

Major dian

width (b)

e length (D)

pure 16a).

heter{ of 'the

nsion of the cross-section of a terminal.
minal width(s) (b, b,, b,, etc.)

al diameter(s) (@b, 2b,, &by, Fby, Fb,, etc.)
d @by usually refer to diameters which 2 } i terminal length (see Fign

1l thickness (c)

ension of the cross-sget

Prsion 0f| k
inals are presented

B

Kage, excluding terminals, measured in a plane parallel to the seating pla

es 10 and 11).

ane,

h direction (E)

5.15 Other package diameter(s) { 3Dy, @ D,, etc.)

Other package diameter(s), usually smaller than & D.

5.16  Stand-off spacing(s), linear (d, d,, d,, d, dg, etc.)

Linear spacing(s) between true pbsitions of stand-off centres.

5.17 Package width (E)

Minor dimension of the package, excluding terminals, measured in a plane parallel to the seating plane.

5.18 Other package width(s) (E;, E., etc.)

Other package width(s), usually smaller than E.
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5.19 Espacement linéaire des sorties (e, e,, e,, e,, eg, ctc.)

Espacement linéaire entre les positions exactes des centres des sorties.

5.20 Hauteur de la zone du rebord (F)

Dimension hors tout de la zone du rebord, incluant tout congé de raccordement, mesurée a partir du plan de base.

5.21 Hauteur ou épaisseur du rebord (F,)

Dimension du rebord excluant tout congé de raccordement.

5.22  Longueur de la zone du boftier (G)

Longueur d’une zone qui inclut la longueur effective du boitier, les irrégularités du boitier et la partie non contrdlée
de toutgs les sorties périphériques présentes dans le sens de Ia longueur.

5.23  Largeur de la zone du boitier (Gg)

Largg¢ur d’une zone qui inclut la largeur effective du boitier, les irrégutagités du i rtie non contrdlée
de toutps les sortics périphériques présentes dans le sens de la largeur)
5.24  Diamétre de la zone du boitier (2 G)

Dianjétre d’une zone qui inclut le diamétre effectif du bg irtie non controlée

de toutps les sorties périphériques présentes radialeme

5.25 Rongueur hors tout (Hp)

Plus prande dimension hors tout, inclua 5 {tier et les sorties périphériques pr¢sentes dans le sens
de la Igngueur.

5.26 Largeur hors tout (Hy

Plus fgrande dimensio
de la lgrgeur. ‘

argeur du boitier et les sorties périphériques prgsentes dans le sens

527 1

Plus t les sorties périphériques présentes radialement.

e d’index (h)

Haufeur ® \ 1€ la configuration de 'index.

5.29 Largeur d’indeX (j)

Largeur de la configuration de I'index.

5.30 Longueur d’index (k)
Longueur de la configuration de I'index.

Sur les boitiers cylindriques, la longueur de I'index (par exemple: ergot) est mesurée 4 partir du diamétre hors
tout effectif D du dispositif.

5.31 Longueur(s) d’une sortie (L, L)

Longueur(s) de la sortie, utilisable(s) pour le montage, mesurée(s) a partir du plan de siége.

Note. — L, se référe généralement a la partie de la sortie le long de laquelle le diamétre (@ by) est contrdlé avec précision (voir figure 11,
annexe B).
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519 Terminal spacing, linear (e, e,, e,, €,, ey, €tc.)

Linear spacing between true positions of terminal centres.

5.20 Flange zone height (F)

Overall dimension of the flange zone including any fillet, measured from the base plane.

521 Flange height (F,)

Flange dimension excluding any fillet.

522  Package length zone (Gp)

Length of a zone which includes the actual package length, package irregularities and the uncontrolled part of
any periphefal terminals which are presented for mounting in the length direction.

5.23  Package width zone (Gg)

Length of|a zone which includes the actual package width, package irregolarit he tgcontfolled part of

any periphetal terminals which are presented for mounting in the width dirsction:

'5.24  Package diameter zone ( 5 G)

Diameter pf a zone which includes the actual package diameter, pas ulariples and the uncontrolied part

of any peripheral terminals which are presented for mountj adjally.

5.25 Overall length (Hp)

Largest o3 for mounting

in the length direction.

5.26  Overall width (Hg)

Largest oYerall dimension for mounting

in the width|directio

5.27 Overall diameter

Largest oy

5.28 Index
Height or

5.29 Index|width(j)

Width of index feature.

5.30 Index length (k)
‘ Length of index feature.

On cylindrical packages, the index length (e.g. tab) is measured from the actual overall diameter & D of the device.

5.31 Terminal length(s) (L, L)

Length(s) of terminal available for mounting, measured from the seating plane.

Note. — L, usually refers to that part of the terminal over which the diameter (2 b,) is closely controlled (see Figure 11, Appendix B).
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5.32  Longueur(s) de sortie (L, Lg)

Zone(s) contrdlée(s) de sortie, utilisée(s) pour le montage, mesurée(s) a partir des extrémités des sorties périphé-
riques.
5.33  Longueur(s) d’une sortie (L,, L,, Ls, etc.)

Longueur(s) de la sortic mesurée(s) a partir du plan de base.

Note. — L, — L, se référe généralement & la partie de la sortie le long de laquelle le diamétre @b, est contrdlé avec précision.

5.34  Longueur de montage (Mp)

Longueur hors tout, mesurée dans le sens de la dimension D, incluant les sorties lorsqu’elles sont pliées de fagon
a étre perpendiculaires au plan de si¢ge.

5.35 Largeur de montage (Mp)

Largeur hors tout, mesurée dans le sens de la dimension £, incluant le pnt pliées de fagon

a étre perpendiculaires au plan de sicge.

5.36  WNombre de positions de sortie (n)
Non|
de sorf

ation des positions

5.37

5.38
Diay
5.39
Disflance ent eure des sorties a leur point d’émergence du boitier.

Distance eptre Ia ergence du boitier.

Dépassements) du boitier (Z, Z,, Z,, etc.)

Distance entre 1a position exacle de 1a Higne ¢°axe dc ta position de sortie termimate et textrémité du boitier.

Dans le cas oll des sorties s’étendent au-deld du boitier, les dimensions Z, Z, seront spécifiées comme égales a
zéro. On ne devra pas utiliser de dimensions négatives.

Si le dépassement a I’extrémité opposée du boitier est différent de Z, il sera désigné par Z, (voir figure 1, annexe B).

Note. — 1l est recommandé que les valeurs minimale et maximale de Z (Z,) satisfassent une des relations suivantes:

z < £
2
£<Z<e
2

3e

e<Z<2etc.
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5.32  Terminal length(s) (Lp, Ly)

Controlled terminal zone(s) for mounting, measured from ends of peripheral terminals.

5.33  Terminal length(s) (L, Ls, L, etc.)
Terminal length(s) measured from the base plane.

Note. — L, — I, usually refers to that part of the terminal over which terminal diameter (& b,) is closely controlled.

5.34  Mounted length (Mp)

Overall length, measured in the D direction, including terminals when they are bent to be perpendicular to the
seating plane.

5.35 Moun]ted width (M)

Overall width, measured in the E direction, including terminals when they ap
seating plange.

t to\beMperpenflicular to the

5.36  Quantity of terminal positions (n)

Total qudntity of potential terminal positions in accordance it pal position designation

system. The| actual quantity of terminals present may be less th4

5.37 Allowable quantity of missing terminals (n,

Maximum. quantity of terminal positions wt

5.38 Packgge mounting hole diameter (& p)

Diameter
Distance kage.

5.40 Term

Distance gt to the top surface of terminals where they emerge froth the package.

5.41 Othet

Dimensig

5.42  Pack

Distance|fironi the end terminal true position to the extremity of the package.

In the case where the terminals extend beyond the package, Z, Z, shall be specified as zero. Negative dimensions
shall not be used.

The overhang at the opposite end of the package, if different from Z, shall be designated as Z; (see Figure 1,
Appendix B).
Note. — Tt is recommended that the minimum and maximum values of Z (Z,) fulfil one of the following relations:
z < £
2
¢ < Z < e
2

3e
e <Z<?etc.
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5.43  Angle(s) de ligne d’axe d’index (a, oy, @z, etc.)

Espacement(s) angulaire(s) entre la ligne d’axe radiale d’une configuration d’index et la ligne d’axe radiale de
- Pemplacement exact de la position de la premiére sortie sur le cercle d’implantation des sorties.

a, sera utilisé pour I'espacement angulaire correspondant a la position de la premiére sortie sur le cercle ayant
le plus grand diamétre. '
5.44  Espacemeni(s) angulaire(s) des sorties (8, B4, Pp, €tc.)

Espacement(s) angulaire(s) entre les positions exactes des centres des sorties.

B sera utilisé pour le cercle ayant le plus grand diamgétre.

5.45 Angle(s) d’embase (y, v1, Y2 €tC.)

nnnnnnnnn

A 1 1 3 Lot 1 A Varmtnca
Uutpes a2 IC SO e COTTEUT atTOT TUIatIins—d T CIIToOdasts

5.46 |Angle d’écartement d’une sortie (0)

Angle entre la sortie et une ligne perpendiculaire au plan de siége.

5.47 |Angle(s) de boitier (8,, 0,, etc.)

Autres angles de configuration relatifs au boftier.

6. Présentation des dessins
Les| conditions stipulées au paragraphe s Ja\P atio de la CEI sont applicabl
7. Cptation et tolérances

Les| conditions stipul¥e
paragraphe 1.2.9.

[¢]

S.

es, & 'exception du

Leqg principes
appligables. Les lim
donn

016, sont également
n 5 ci-dessus sont

Leg

0. Thélinitiondefamil

A Pétude.

10. Exemples de dessins

~Voir annexe B.
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5.43  Index datum angle(s) (o, o, ap, €tc.)

Angular spacing between the index feature (datum) and the first terminal true position on a terminal circle.

a, should be used for the angular spacing between the index feature and the first terminal located on the largest
diameter circle.

5.44 . Terminal spacing, angular (B, B4, Bg, €tc.)
Angular spacing between true positions of terminal centres.

B4 refers to the largest diameter circle.

545  Angle(s), base (v, Y1, Y, €te.)

Other angutarfeatures associated-with the base:

5.46 Terminal spread, angular (0)

Angle betiween the terminal and a line perpendicular to the seating plane.

5.47 Angle(s), package (0, 0,, etc.)

Other angular features associated with the package.

6. Drawing layout

The requirements of Sub-clause 1.1 of IEC P

7. Dimensioning and telerances

The requirements of Sub-¢ls blica 91-1 are applicable, except for Sub-clausg 1.2.9.

The pringiples give
The limits which should
of Appendik A.

so applicable.
ed in the table

8. Inter-copy¢

The requ

9. Definitiomof-families

Under consideration.

10. Examples of drawings

See Appendix B.
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ANNEXE A

LIMITES APPLICABLES AUX DIMENSIONS
DES ENCOMBREMENTS DE BOITIERS DE CIRCUITS INTEGRES

Chaque fois que ce sera approprié au dessin & préparer, les dimensions mentionnées dans le tableau suivant
devront étre données avec les symboles littéraux de référence assocics.

Note. — La lettre X dans les colonnes « Forme » signifie que la dimension considérée peut étre spécifiée sur un dessin classé dans cette
forme.

Les cinq formes sont celles de Particle 3. Etant donné la diversité envisageable, il n’a pas été€ inclus de valeurs pour la forme 5.

Axiale Périph. [Spéciale] Limites
Symb o’le' littéral Dimension N\ \\
de néférence
Forme 1| Forme 2| Forme 3 56?@ Fo%s m nom max

A Hauteur a partir du siége X X ] & —_ — max
Ay Hauteur d’espacement X \ X </\ min — —
Ay Hauteur du boitier ﬁ(\\(\\ minf?} — max
Sa, Pap, Jag Diamétre du cercle d’implan-

tation des sorties /(\ GX > — — nom * —
B Grande dimension d’undputé X < \’?\/ X min — max
B ? Petite dimension d’une butg \\ X X min — max
ZB Y Diamétre d’une butée Q X X X X min — max
b Largeufd’ unesoftie BX X — X min| — max
by, beh by D \X)/ X — X — — max
@b, Pby, Bby® X X X X — — max
@bo,| @by » - X X X min)| — max
c® X X — X min — max
D X X2 — X2 — — max
Dy, I Autre(s), longueur(s) du boitier X X — X min| Y — max 2
oD iamétre du boitier — — X X —_ — max
7D, @ Dg tre(s) diamétre(s) du boitier —_ — X X - minfd| — max 2
d, di\dyyds dy Fspacement(s) linéaire(s) des

butées X X X X — nom * —
E Largeur du boitier X X9 — X2 — — max
E,, E2 Autre(s) largeur(s) du boitier X X — X min — max
e, €3, €, CA, CB Espacement linéaire des sorties X X X9 X — nom * —
F Hauteur de la zone du rebord X — X — min — max
F, Hauteur ou épaisseur du rebord X — X — min — max 2
Gp Longueur de la zone du boitier — — — X — — max
Gg Largeur de la zone du boitier — — — X — — max

(Notes page 24.) * Position géométrique exacte comme défini dans la Recommandation ISO/R 1101.
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APPENDIX A

LIMITS APPLICABLE FOR THE DIMENSIONS:
OF INTEGRATED CIRCUIT PACKAGE OUTLINES

Where appropriate to the particular drawing being prepared, the dimensions listed in the following table should
be given with the associated reference letter symbols.

Note. — The letter X in the “Form’ columns means that the considered dimension may be specified on a drawing classified in this form.

The five forms are those of Clause 3. Due to the varieties which can be expected, no values have been included for form 5.

Axial Periph. | Speci Lithits
Referency ‘ .

Dimension
letter symbol

Form 1| Form 2 | Form 3 | Form 4 /}‘\ m 5 mi \ m max

X x x/ max

X
4, Stand-off height X X )< \\ min | | _
A, Package height X X /§\ min | 4 max

gda, Sap, Pag Terminal circle diameter — — — — nom * —
B?® Stand-off major dimension < X C min — max
B ® Stand-off minor dimension AN X >)i

X

X

X

X

X

A ‘ Seated height

xR

min = max

ZB?® Stand-off diameter min - max

b® min — max

bls b2’ b3 R —_— | max

ab, by, & — - max

@by, @by ? min = max

c® min — max

l
|

max

Dl’ DZ b

min - max

3D

— — max

@Dy, Dy min V| |- max 2

ST T - T B R B R o

d, dy, dy, di, dy Stand-off spacing, linear —_ npm * —

E Package width

| ] X X X X ™ lexxxxxM

X — — max
E,, E, Other package width(s) X X minY| — max 2
e, ey, ey, ep, Cp Terminal spacing, linear X X9 X — nom * —
F Flange zone height — X — min — max
F, Flange height — X — min | — max 2
Gp Package length zone : — — X — — max
Gg Package width zone — — X — — max

(Notes page 25.) * True geometrical position as defined in ISO Recommendation ISO/R 1101.
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Axiale Périph. | Spéciale Limites
Symb(?le, littéral Dimension
de référence
Forme 1| Forme 2| Forme 3j Forme 4| Forme 5| - min nom max
a6 Diamétre de la zone du boitier — — — X — — max
Hp Longueur hors tout — — — X min — max
Hg Largeur hors tout = — — X min — max
asH Diamétre hors tout — — L X min — max
h Hauteur ou profondeur d’index X X X X min D — max 2
J Largeur d’index X X X X minV| — max 2
k Longueur d’index X X X X ( minpP| — max 2
L L,P Longueur(s) d’une sortie X X X < X\ — max 2
Ly® Longueur d’une sortie X X X ' \/ — max
Ly, Ly Longueur(s) d’une sortie X X >< - minP| — max 2
Lp, LEY Longueur(s) de sortie — — <§\ min — _
Mp Longueur de montage — X \ — — — max
Mg Largeur de mlontage - — — — max
> ,
n Nombre de positions de sorties X (S X S‘j\/ X —_ nom —
iy Nombre autorisé de sorties \)\
manquantes X X - — max
ap s(
X X X minP| nom® | max ©
o \—) — X min — max
O,
— X — X minP| — max 2
Qs O
— — minP| — max 2
Z, 7| Z, X — — — max 9
a, A . B — — X — — nom * —
B, Bal B
— — X X — nom * —
VY1 e Angle(s) d’embase — — minf)| — max 2
0 Angle d’écartement d’une sortie — X — — min —_ max
0y, 0, Angle(s) de boitier X X X min D — max 2

(Notes page 24)

* Position géométrique exacte comme défini dans la Recommandation ISO/R 1101.
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Axial Periph. | Special Limits
Reference Dimension
letter symbol .

Form 1 | Form 2 | Form 3 | Form 4 | Form 5 | min nom max
3G Package diameter zone — — — X — — max
Hp Overall length — — — X min — max
Hg Overall width — — - X min — max
g H Overall diameter — — — X min — max
h Index height or depth X X X X min V| — max 2
j Index width X X X X min V| — max %
k Index length X X X X ] \KKD — max 2
L Ly® Terminal length(s) X X X — ( in — max 2
L9 Terminal length X X X —< < N A max
Ly L Terminal length(s) X X X /kx miph| |— | max®
Lp, Lg® Terminal length(s) — — Q&\\/ min — —
Mp Mounted length — ' F\\ — — max
‘Mg Mounted width ' — — — — — max
n Quantity of terminal positionQ ><\ ' )@ — nom —

" Allowable quantity of missing L

terminals X X X X — — max
ap %\ X min | gom ® | max ®
Qo — X min — max
O — X min Y| | — max 2
Oy, O

— X min Y| | — max 2

VAV ARV A — X — — max 7
a, 0A, OB — —_ hom * —
B, Bas Pn X — om* | —
Vs Y1 Va Angidr features associated -

with the base — — X X min | | — max 2
0 Terminal spread, angular ‘- X — — min — max
0, 6, Angular features associated

with the package X X X X min V|  — max 2

(Notes page 25) * True geometrical position as defined in ISO Recommendation ISO/R 1101.
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Notes 1. — S’il y a lieu, la cote minimale pourra &tre supprimée.
2. — 8l y a lieu, la cote maximale pourra étre supprimée.

3. — Pour distinguer dans un méme dessin le petit axe ou le grand axe ou le diamétre des sections de différentes butées, ou bien
la largeur ou 1’épaisseur ou le diamétre de différentes sorties, les signes (*) prime, (“) seconde, etc., seront employés avec
les lettres de référence B, By, @ B, b, by, by, by, 8b, by, Bby, Dby et c.

4. — Uniquement pour les positions de sortie rectilignes.
5. — Pour des sorties de longueurs différentes, les symboles littéraux L, Ly, Ly, Ly, etc., pourront étre employés.

6. — Les trous ayant un diamétre nominal supérieur & 4 mm (0,157 in ), seront de préférence cotés par référence aux dimensions
du boulon; en outre, les valeurs minimale et maximale du diameétre du trou peuvent étre données si on le désire.
Pour les trous ayant un diameétre nominal égal ou inférieur & 4 mm (0,157 in ), les dimensions minimale et maximale
sont requises.

e e e
7. — Information sur Z par rapport a 5 (par exemple: Z == XY < Z = e).

&

24
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Notes 1. — Minimum dimension may be omitted, where appropriate.
2. — Maximum dimension may be omitted, where appropriate.

3. — To distinguish in the same drawing between major or minor dimensions or diameters of different stand-off, or between widths,
thicknesses or diameters of different terminals, the signs (*) prime, () second, etc., may be used with reference letter symbols B,
By, @B, b, by, by, by, Db, 3by, Dby, Dby and c.

4. — For rectilinear terminal positions only.
5. — For terminals of different lengths, the letter symbols L, Ly, Ly, Ly, etc., may be used.

6. — For holes with nominal diameters greater than 4 mm (0.157 in ), the hole shall preferably be dimensioned by reference to a
bolt size; in addition, minimum and maximum dimensions of the hole diameter may be given if desired.
For holes with a nominal diameter equal to or less than 4 mm (0.157 in ), minimum and maximum dimensions are required.

e e
7. — Information on Z as regards 7 (e.g. Z = 7 < Z=e).

e
2°

@
0
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ANNEXE B

EXEMPLES DE DESSINS MONTRANT LA CLASSIFICATION DES BOITIERS, L’UTILISATION DES
SYMBOLES LITTERAUX DE REFERENCE, LA NUMEROTATION DES SORTIES ET L’AIRE D’INDEX

Notes 1. — Les dimensions indiquées entre parenthéses peuvent étre omises, s’il y a lieu.

2. — Dans le dessin spécifié, la lettre x dans le symbole
sera remplacée par la valeur de tolérance appropriée. g x @

3. — L aire d’index est représentée sur les dessing par une zone hachurée.

[1.IZATION OF

Notes

9,
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FORME 1 — FORM 1
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(Vue de dessous — Bottom view)

(Vue de dessous — Bottom view)
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FORME 1 (suite) — FORM 1 (continued)
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(Vue de dessous -— Bottom view)

FIGURE 3
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FORME 1 (suite) — FORM 1 (continued)

Plan de base/Base plane
Plan de siége/Seating plane

Plan de base/Base plane
Plan de siége/Seating plane
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(Vue de dessous — Bottom view)

Ficure 4

(Vue de dessous — Bottom view)

FIGURE 5
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FORME 1 (suite) — FORM 1 (continued)

>,
Aa}ie base/Base plane

N JE|E ]
) ©)

290{74

(Vue de dessous — Bottom view)

FIGURE 6
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FORME 2 — FORM 2

Plan de si¢ge
Seating plane
Plan de base

Base plane
D |e—
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s
-l

Seating plane

Plan de siége

(D) (Vue de dessous — Bottom view) 292/74

FIGURE 8
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FORME 2 (suite) — FORM 2 (continued)

\

Plan de sidge/Seating plane
S
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Plan de base/Base [plane

(Vues de coté—= Side views)

293174

(Vue de dessous — Bottom view)

FIGURE 9
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FORME 3 — FORM 3
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Figure 10 Figure 11
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